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BILAGA | Atgarder inom ramen for initiativet chip for Europa 2.0

Teknisk beskrivning av initiativet chip for Europa 2.0: atgardernas omfattning

Nar sa ar lampligt ska de atgarder som stods av initiativet chip for Europa 2.0 genomforas i
enlighet med foljande tekniska beskrivningar:

1. Designkapacitet for integrerad halvledarteknik

Bakgrund

Initiativet chip for Europa 2.0 ska stddja storskalig innovativ designkapacitet for
halvledarteknik genom en molnbaserad designplattform som ar tillganglig i hela unionen.
Designplattformen ska bestd av innovativa designanlaggningar med utokade bibliotek och
verktyg som integrerar ett stort antal befintliga och nya tekniker, inklusive ny teknik som
integrerad fotonik, kvantteknik och Al/neuromorfisk teknik. I kombination med befintliga
EDA-verktyg kommer den att géra det mojligt att utforma innovativa komponenter och nya
systemkoncept samt demonstrera nyckelfunktioner sdsom nya strategier for hdg prestanda, lag
energiatgang, sakerhet samt nya 3D-heterogena systemarkitekturer osv.

Som den strategiska ryggraden for initiativet chip for Europa 2.0 ska plattformen fungera som
en gemensam kontaktpunkt som vagleder anvandarna fran design till prototypframstallning
och tillverkning och som sammanfor forskning, utbildning och industri. Det yttersta malet ska
vara att framja en ny generation av fabrikslésa uppstartsforetag i unionen. Dessa foretag
bidrar till utvecklingen av innovativa chip for unionens anvéandarindustrier, fangar upp det
hogsta vardet i vardekedjan for halvledare, driver innovation pa snabbt viaxande marknader
och minskar unionens beroende av utldndska designekosystem.

Status

Fran och med maj 2026 har ett stort antal aktorer deltagit, daribland ett samordningsteam for
plattformen?, designstodteam?, molntjanstleverantérer, EDA-leverantorer och leverantorer av
immateriella réttigheter. Designplattformen ska genomféras stegvis: Ett samordningsteam for
plattformen valdes forst ut och inrattades for att driva plattformen, hysa den centrala
molninfrastrukturen och samordna stodtjanster for anvandarna. Designstodsteamen har ocksa
valts ut for att ge anvandarna skraddarsytt stod fran borjan till slut under hela
chiputvecklingsprocessen. En entreprendr valdes ut for den centrala molninfrastrukturen, som
ska vara vard for immateriella réttigheter, processdesignsatser for pilotlinjer samt EDA-
verktyg med 6ppen kéllkod.

Forhandlingar pagar for att vélja ut och ansluta storre leverantdrer av EDA-verktyg. Dessa
forhandlingar forvantas vara avslutade hosten 2026. De forsta fullskaliga anldggningarna
forvantas vara i drift vid utgangen av 2026.

! Samordningsteamen for plattformen fungerar som vardenhet for designplattformens virtuella
infrastruktur och centrala tjanster, samordnar &tkomsten till ett stort antal verktyg, tillgangar och tjanster
och hjélper det gemensamma foretaget for halvledare att upphandla molnplattformen.

2 Designstédteamen hjalper anvéndare att konfigurera och anpassa designmiljéer och designfléden och
att distribuera EDA-verktyg i molnet.
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Designplattformen ska kompletteras med andra atgarder for att utveckla designrelaterad
kompetens i unionen. Detta omfattar bland annat administration av bidrag till uppstartsforetag
och sma och medelstora foretag som anvander plattformen, stéd till utvecklingen av EDA-
verktyg med Oppen kéllkod samt stod till EuroPractice-tjansterna, som ger 6ver 600
europeiska universitet tillgang till EDA-verktyg for utbildning till nominella kostnader samt
tillgang till tillverkning hos ledande anlaggningar for uppdragstillverkning.

Framtidsutsikter

Designplattformen ska kontinuerligt uppgraderas med nya designfunktioner i takt med att den
fortlopande integrerar allt fler tekniker och konstruktioner. Detta kan omfatta nya
processorarkitekturer med Oppen kallkod och andra innovativa arkitekturer, chiplets,
programmerbara chip, nya typer av minnen, processorer, acceleratorer eller lagenergichip.

Plattformen ska &ven integrera immateriella rattigheter for fotonik och kvantchip, bibliotek
och EDA-verktyg i en fullt integrerad systemansats (se dven punkterna 3 och 5 nedan). Den
ska aven integrera processdesignsatser for de viktigaste pilotlinjerna inom initiativet chip for
Europa 2.0 samt processdesignsatser for industriella tillverkningsanlaggningar (med forbehall
for deras foravtal), for att underlatta design av chip som é&r fardiga for tape-out i sadana
pilotlinjer och industrianlaggningar.

Plattformen ska erbjuda sina tjanster via molnet vilket maximerar tillgangligheten och
Oppenheten for alla berdrda genom att det skapas natverk mellan befintliga och nya
designcentrum i medlemsstaterna. Plattformen ska sarskilt erbjuda stod till uppstartsforetag,
expanderande foretag och sma och medelstora foretag. Den ska utvidga unionens
halvledarekosystem genom integration med olika marknadssektorer, sdsom halso- och
sjukvard, mobilitet, energi, telekommunikation, sakerhet, forsvar och rymden. Storre
uppmarksamhet ska agnas at industrialisering av innovativa komponenter som har designats
pa plattformen och introducerats inom ledande sektorer.

2. Pilotlinjer for att forbereda innovativ produktion, testning och validering

Bakgrund

Initiativet chip for Europa 2.0 ska stodja pilotlinjer for produktion, testning och validering och
overbrygga klyftan mellan laboratoriet och tillverkningen av avancerad halvledarteknik,
sasom arkitekturer och material for kraftelektronik, neuromorfiska chip och inbaddade Al-
chip, integrerad fotonik, grafen och annan teknik baserad pa 2D-material samt integrering av
elektronik och mikrofluidik i heterogena system.

Status

Fran och med maj 2026 ar fem pilotlinjer i drift i varierande omfattning, samtidigt som
ytterligare utrustning, maskiner och verktyg tillfors for att 6ka pilotlinjernas formaga och
kapacitet. Teknikomradena for pilotlinjerna valdes ut for att minska unionens mest kritiska
brister inom halvledaromradet, samtidigt som de bygger vidare pa befintliga styrkor och
sakerstaller langsiktig konkurrenskraft, forsorjningstrygghet och industriell resiliens. De fem
pilotlinjerna ar foljande:

o Logiska kretsar under 2 nm stérker unionens stallning inom avancerade noder som
m0ojliggor Al, hogpresterande datorsystem, datacentraler och ndsta generations
kommunikation.
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o FD-SOI bygger vidare pa ett omrade déar unionen redan &r ledande och majliggor
chip med lag energifoérbrukning och hog tillforlitlighet for fordonsindustrin,
mobilitet, industriell automatisering och sakernas internet.

o Avancerad kapsling och heterogen integrering bygger pa insikten att framtida
prestandavinster ar beroende av integration pa systemniva. Unionen har en strategisk
svaghet inom kapsling men ocksa en betydande mdjlighet att bli ledande inom
chiplets, 3D-stapling och samtidig integration av logik, minne, avkanning och
konnektivitet.

o Material med stort bandgap (sdsom kiselkarbid och galliumnitrid) ligger i linje med
unionens styrkor inom kraftelektronik och &r avgorande for energiomstéllningen,
elektrisk mobilitet, férnybar infrastruktur och hogeffektiva industrisystem.

o Fotoniska integrerade kretsar blir allt viktigare for datadverforing med hog
bandbredd och lag energiférbrukning, avkanning samt  avancerade
databehandlingsarkitekturer inom telekommunikation och datacentraler.

Acceleratorer for labb till fabrik syftar till att mojliggéra ett snabbt inférande hos EU:s
industri av de tekniker som utvecklas inom pilotlinjerna, séarskilt tekniker som rér avancerad
kapsling och heterogen integration.

Framtidsutsikter

Pilotlinjerna ska fortsétta att stodja experimentering, testning och validering, bland annat
genom processdesignsatser, prestanda hos IP-block, virtuella prototyper, nya konstruktioner
och nya integrerade heterogena system pa ett Oppet och tillgangligt satt. Deras
processdesignsatser ska integreras i designplattformen for att mojliggora tillgang till
designprojekt och (virtuella) prototypframstallningsprojekt.

Befintliga pilotlinjer ska i allt storre utstrackning fokusera pa industrialisering och anvandning
av pilotlinjeteknik for att stodja unionens halvledarekosystem.

Nya eller uppgraderade pilotlinjer kan stodjas for framvéxande utmaningar, sdsom
energieffektiva Al-chip, avancerad teknik sdsom CFET-enheter och monolitiska 3D-
integrerade kretsar for hogre prestanda och lagre energiférbrukning samt ferroelektriska,
resistiva och laddningsbaserade minnen som mojliggor extremt snabba funktioner med
extremt &g energiforbrukning.

Dessutom kan nya eller uppgraderade pilottestbaddar stodjas dar olika innovativa tekniker
eller produkter kombineras och integreras for utveckling och validering av nya enheter inom
viktiga tillampningar och anvandarindustrier. Ett exempel ar en testbddd for miniatyrisering,
avancerad optik och laserprojektionsteknik kopplad till smarta glasogon. Pilottestbédddar ska
bidra till att identifiera risker, validera prestanda och sékerstidlla genomférbarhet under
verkliga forhallanden fore fullskalig industriell anvandning.

3. Avancerad teknik och teknisk kapacitet for kvantchip

Bakgrund

Initiativet chip for Europa 2.0 ska stddja utvecklingen av kvantchip och tillhérande teknik,
inklusive sadan som bygger pa halvledarmaterial eller som é&r integrerad med fotonik. De
sarskilda atgarderna ska omfatta designbibliotek for kvantchip, pilotlinjer for framstéllning av
kvantchip samt anldggningar for testning och validering av kvantchip som producerats genom
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pilotlinjerna. Malet ar att ge forskare, uppstartsforetag och industrin i unionen tillforlitlig
tillgang till anlaggningar som kan producera och validera de viktigaste teknikerna for
kvantchip.

Status

Fran och med maj 2026 ska sex pilotlinjer for kvantchip inrattas, en for var och en av
unionens ledande teknikplattformar: supraledande chip, spinbaserade chip, fotoniska chip,
diamantbaserade chip, chip med neutrala atomer och chip med fangade joner. Projekten
fokuserar pa att etablera stabila tillverkningsprocesser i pilotskala, integrera test- och
experimentanlédggningar, utveckla fardplaner for tidig industrialisering samt lagga grunden for
framtida uppskalning.

Pilotlinje Namn Samordnare

Supraledande SUPREME VTT (FI)

Spinbaserade SPINS IMEC (BE)

Fotoniska P4Q Universitetet i Twente (NL)
Diamantbaserade DIREQT CNR (IT)

Neutrala atomer  Q-PLANET PASCAL (FR)

Fangade joner CHAMP-ION  SAL (AT)

Dessutom ska atgarder vidtas for att stodja framvaxten av en alleuropeisk
kvantdesigngemenskap kring design av kvantchip, simulering samt bibliotek och verktyg for
verifiering. Slutligen ska stod ges till mojliggorande teknik, inklusive elektronik, kryoteknik,
kapsling och delsystem for granssnittshantering som forbereder, skyddar, styr,
sammankopplar och avléser centrala kvantenheter.

Framtidsutsikter

Avancerad teknik och teknisk kapacitet for kvantchip ska fortsatta att byggas ut och stérkas.
Detta omfattar designkapacitet, designbibliotek for kvantchip, pilotlinjer, test- och
experimentanlaggningar samt mojliggorande teknik. Stoéd ska &ven ges till de forsta
industrialiseringsinsatserna for den mest mogna utvecklingen. En differentiering av stodet ska
goras for olika teknikplattformar. En fardigutvecklad kvantchipteknik ska leda till dkad
industrialisering.

4. Ett natverk av kompetenscentrum och kompetensutveckling for halvledare

Bakgrund

Initiativet chip for Europa 2.0 ska stddja driften av ett ndtverk av kompetenscentrum for
halvledare. Dessa centrum ska ge strukturerad tillgang till teknisk expertis, testanlaggningar
samt radgivningstjanster och gora det mojligt for foretag (sarskilt sma och medelstora foretag
och uppstartsforetag) att starka sin designférmaga, experimentera med ny teknik samt
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utveckla specialiserad kompetens. Kompetenscentrumen ska spela en nyckelroll nér det géller
att atgarda unionens kompetensbrist inom halvledarteknik.

Status

I maj 2026 hade kompetenscentrum inrdttats i samtliga medlemsstater samt i Norge.
Darutéver har en stodatgard tagits fram for att sitta igang och samordna de nationella
kompetenscentrumens arbete. Genom stodatgarden har en fokusgrupp for utbildning och
kompetensutveckling startats, som driver samarbetet mellan kompetenscentrumen for att
genomfora utbildnings- och kompetensutvecklingsinitiativ, utveckla utbildningskoncept samt
tillhandahalla specifik utbildning och tillgang till designplattformen och pilotlinjerna.

Framtidsutsikter

Kompetenscentrumen for halvledare ska dven fortsattningsvis fa stod. Mojligheten att etablera
nya centrum eller att omrikta befintliga centrum beroende pa utvecklingen pa marknaden och
inom tekniken ska analyseras. Samarbetet mellan kompetenscentrumen inom det
overgripande natverket ska, dar det ar mojligt, starkas. Vidare ska kompetenscentrumens stod
till kompetensutveckling forstarkas, bland annat genom att framja samarbete med aktorer
inom hogre utbildning och yrkesutbildning, genom néra samverkan med kompetenspakten
och kompetensarbetsgruppen inom industrialliansen, samt genom att 6ka halvledarsektorns
synlighet och attraktionskraft.

5. Avancerad design, prototypframstéallning och kapacitet for industriell
anvandning nar det galler teknik for fotoniska integrerade kretsar

Bakgrund

Denna nya del av initiativet chip for Europa stoder utvecklingen av fotoniska integrerade
kretsar och tillndrande teknik. Atgarderna omfattar bland annat utveckling av designbibliotek
och EDA-verktyg for fotoniska integrerade kretsar, samt forbattring av befintliga och/eller
etablering av nya pilotlinjer for prototypframstélining och produktion av fotoniska integrerade
kretsar. Formagan ska starkas nar det galler produktionsteknik, inklusive kapsling och
heterogen integrering med elektroniska chip, tillverkningsutrustning och materialplattformar
for fotoniska integrerade kretsar.

Status

Fran och med maj 2026 har en pilotlinje for fotoniska integrerade kretsar invigts. Denna
pilotlinje erbjuder tillgang till tillverkningskapacitet via en 6ppen infrastruktur for 14
vardplatser och omfattar flera fotoniska materialplattformar, fran kisel och kiselnitrid till
indiumfosfid. Tjansterna omfattar chiptillverkningskorningar, hybridintegration, kapsling,
testning samt kvalificering av tillforlitlighet. Teknikdemonstratorer planeras, bland annat
kapslad optik for Al-datacentraler, LIDAR-sensorer, ljusmotorer for AR/VR i synligt ljus
samt programmerbara fotoniska processorer. Utdver pilotlinjen utvecklas dessutom
industriella demonstratorer for avancerad fotonik som ska visa skalbarhet, tillforlitlighet och
att de ar redo for integration.

Framtidsutsikter

Fotoniska integrerade kretsar och tillhdrande teknik ska fortsatta att stodjas. Detta ska omfatta
designverktyg, designbibliotek, pilotlinjer, demonstratorer och utbildningstjanster. Sarskild
uppmarksamhet ska dgnas at dverforing och industriell anvandning av teknik som utvecklats
inom ramen for denna del av initiativet chip fér Europa 2.0.
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6. Verksamhet inom ramen for chipfonden for uppstartforetags, expanderande
foretags och sma och medelstora foretags tillgang till kapital

Bakgrund

Initiativet chip for Europa 2.0 ska stddja skapandet av ett blomstrande ekosystem for
halvledar- och kvantinnovation genom att stodja tillgang till riskkapital for uppstartsforetag,
expanderande foretag samt sma och medelstora foretag sa att de kan utoka sin verksamhet och
bredda sin marknadsnarvaro pa ett hallbart stt.

Status

Fran och med maj 2026 genomfors chipfonden via tvd tematiska investeringsinstrument:
Europeiska innovationsradets Accelerator-program, med blandad finansiering fran Horisont
Europa i form av bade bidrag och eget kapital till uppstartsforetag med hog risk inom deep
tech, samt InvestEU-fonden, som forvaltas av Europeiska investeringsfonden, med en garanti
fran programmet for ett digitalt Europa, for indirekta kapitalinvesteringar fran sadd- till
tillvaxtfas. Den tillgangliga budgeten pa 300 miljoner euro for Accelerator-programmet
anvandes fullt ut inom bara tva ar och stodjer 24 mycket innovativa uppstartsforetag med
totalt 62 miljoner euro i bidrag och 238 miljoner euro i rekommenderad kapitalinvestering.
Inom InvestEU-delen av chipfonden har fyra finansiella partner valts ut, och 68 miljoner euro
har undertecknats eller godkants via dessa, vilket hittills har resulterat i att 31 foretag i tidig
fas till tillvaxtfas fatt 116 miljoner euro i kapitalinvestering.

Framtidsutsikter

Aven om fortsatt fokus ligger pa uppstartsforetag ska tyngdpunkten i hogre grad flyttas mot
expanderande foretag och senare finansieringsfaser. Betydande medel fran Scaleup Europe-
fonden for expanderande foretag inom deep tech ska i 6kande grad mobiliseras, for att utnyttja
ytterligare privat riskkapital.

7. Stora utmaningar
Bakgrund

Denna nya del av initiativet chip for Europa 2.0 ska stddja storskaliga, sektorsdvergripande
initiativ som tar itu med omfattande tekniska och industriella utmaningar av strategisk
betydelse for unionen (stora utmaningar) som kan paverka flera olika ekosystem. Stora
utmaningar forvantas leda till tekniska framsteg inom bade etablerad och avancerad teknik,
till end-to-end-integration av produkter genom produktutvecklingens hela livscykel samt till
forkommersiell industrialisering.

Status

Fran och med maj 2026 har ingen tidigare verksamhet genomforts under beteckningen stora
utmaningar inom initiativet.

Framtidsutsikter

En av de stora utmaningarna som kan omfattas ar utvecklingen av ny databehandlingsteknik
som drastiskt minskar energiforbrukningen (med upp till tusen ganger). Denna stora utmaning
skulle leda till energieffektiva, sékra och distribuerade Al-infrastrukturer, som kan mojliggéra
hogpresterande  Al-acceleratorer  (HBM-klass-minne, staplad  logik,  optiska/RF-
sammankopplingar), agentiska/system for forkroppsligad Al, kontextmedveten edge-
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intelligens samt sdkra lagenergiplattformar. Utveckling av energieffektiva chip — inklusive
Al-chip — ska ocksa stodja den stora utmaningen att bygga mer hallbar och resurseffektiv
databehandlingsinfrastruktur, i syfte att forbattra dess hallbarhet i stor skala, i linje med
rattsakten om moln- och Al-utveckling®. En nara forbindelse mellan forsknings- och
innovationsinsatser ska skapas for att ta itu med de tva ytterligare utmaningarna inklusive
eventuella samordnade ansdkningsomgangar.

En annan stor utmaning ar utveckling av processorer och acceleratorer som designas och, dar
sa ar lampligt, tillverkas inom EU, och som kan integreras i en fullstaindig moln- och Al-
stack. Denna stora utmaning ska aterigen vara nara kopplad till och bidra till en stor utmaning
for rattsakten om moln- och Al-utveckling, namligen att uppna oberoende 6ver moln- och Al-
stacken, i syfte att eliminera beroendet av kritisk teknik 4. Den stora utmaningen kan vara
sarskilt inriktad pa I6sningar som tas fram av kommande uppstartsforetag och kan omfatta
anvandning av offentlig upphandling av innovativa ldsningar. Aterigen ska en nara koppling
upprattas mellan forsknings- och innovationsverksamheten for att ta itu med de tva
kompletterande utmaningarna, inklusive eventuella samordnade ansokningsomgangar.

En tredje stor utmaning kan vara inom fysisk Al, att tillhandahalla grundlaggande teknik for
att mojliggora ett brett spektrum av framtida tillampningar, tjanster och autonoma system fran
exempelvis humanoida robotar till industrirobotar och anvandningen av dem inom framfor allt
medicinsk teknik och halso- och sjukvard, till tillverkning, rymdindustrin och forsvaret. Fol
inom fysisk Al ska leda till framsteg inom etablerade teknikomraden sasom effekthalvledare,
styrprocessorer samt analog teknik/blandsignalteknik och sensorteknik. Fol ska foljas av
industriell produktion och kommersialisering av inbdddad avancerad Al i autonoma maskiner,
robotar, bredbandsnat och nésta generations uppkopplade enheter.

En fjarde stor utmaning kan avse smarta glaségon och virtuella vérldar. I ett meddelande fran
kommissionen nyligen beskrivs strategin och foreslagna atgarder nar det galler virtuella
varldar och webb 4.0°. | detta sammanhang ar optik, fotonik och halvledarteknik avgérande
for att forverkliga avkannings- och visualiseringsenheter som stdder tillampningar inom
virtuella varldar, sasom smarta glaségon. Fol ska avsevart forbattra kvaliteten, prestandan och
effektiviteten vid bearbetning och kommunikation av innehall i virtuella vérldar. En stor
utmaning for smarta glasogon ska syfta till att integrera relevanta komponenter med extremt
lag energifoérbrukning, sasom kraftelektronik, sensorer, kameror, ljudenheter, lasrar,
specialglasdgon, bildskarmar samt neuromorfiska chip eller Al-chip, i fungerande prototyper
och demonstratorer.

Stora utmaningar kan dven inriktas pa marknadsmal, exempelvis genom att ta fram fardiga
chip (tape-out) frdn 100 fabriksldsa uppstartsforetag, varav tio enhdrningar, senast 2035. En
annan typ av stora utmaningar kan inriktas pa pionjarmarknader och efterfragestimulering,
exempelvis genom utveckling av hardvaruplattformar for fordonsindustrin eller hela
teknikstacken for Al-gigafabriker. Stora utmaningar kan &ven omfatta ny teknik for
halvledarproduktion, exempelvis genom att 6ka materialatervinningen och framja materialens
cirkularitet eller genom utveckling av avancerad teknik for kylning av halvledare.

Industrialisering av ny teknik ska vara en vasentlig del av de stora utmaningarna.

8 Se artikel 4 i rattsakten om moln- och Al-utveckling.
4 Se artikel 5 i rattsakten om moln- och Al-utveckling.
5 Meddelande fran kommissionen till Europaparlamentet, radet, Europeiska ekonomiska och sociala

kommittén samt regionkommittén Ett EU-initiativ om webb 4.0 och virtuella varldar: ett forsprang i
nasta tekniska omstéllning, COM(2023) 442 final, 11 juli 2023.
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Bilaga Il Prioriterade omraden for strategiska projekt

Teknisk beskrivning av potentiella prioriterade omraden for strategiska projekt: atgardernas
omfattning

1. Europeisk tillverkning av avancerade halvledare®

Forstarkta atgarder bor vidtas for att skapa en varaktig efterfragan pa avancerade halvledare
genom utvecklingen av EU:s ekosystem for avancerad teknik. EU:s suverdnitet och
forsorjningstrygghet nar det galler produktion och innovation av avancerade chip ar
avgorande for att framja ett livskraftigt och konkurrenskraftigt europeiskt halvledarekosystem
med minskat beroende av utldndska leveranskedjor. Detta ar sarskilt viktigt for att méta den
okande efterfragan pa Al- och molninfrastruktur. Avancerade chip ar dessutom oumbarliga
for strategiska industrisektorer sdsom forsvar, halso- och sjukvard, rymd, robotteknik, saker
kommunikation, drénare och forarlosa fordon. De &r &ven kritiska insatsvaror inom
framvaxande omraden med hogt vérde, sdsom fotonik och kvantchip.

Detta strategiska projekt syftar till att etablera en europeisk halvledarfabrik som kombinerar
tillverkning av chip med ledande nodteknik med chipletintegration och 2,5D-/3D-kapsling.
Projektet ska bygga vidare pa en solid forskningsgrund som har validerats inom initiativet
chip for Europa enligt férordningen om halvledare. Tillverkningsanldggningen ska félja
europeiska varden, inklusive garantier for konfidentialitet, integritet och sparbarhet for chip,
sarskilt for kansliga och strategiska tillampningar och infrastrukturer. Europeiska foretag
skulle kunna bidra till att skapa efterfraigan genom att erbjuda tillvéxtincitament for
fabrikslosa chip och Al-driven systemdesign. De offentliga och privata investeringarna
uppskattas till mellan 20 och 40 miljarder euro beroende pa vilket alternativ som véljs. 34
miljarder euro i offentliga och privata investeringar skulle kunna mobiliseras for att framja
tillvaxten av fabrikslosa foretag inom chipdesign i hela EU genom finansiering fran den
kommande flerariga budgetramen, medlemsstaterna samt berorda industrier och privata
investerare.

Detta projekt, som ska utvecklas i ndra samarbete med nationella och internationella aktorer,
inklusive trovérdiga teknik- och tillverkningspartner, ska mojliggora etableringen av
avancerad kapacitet som minskar strukturella beroenden av leverantorer utanfor EU, okar
forsorjningstryggheten for sektorer sasom Al, forsvar, rymd, hélso- och sjukvard,
telekommunikation och fordonsindustrin samt starker EU:s tekniska suveranitet.

Som ett forsta steg kan en informell inbjudan att anmala intresse komma att lanseras. Efter
analys av inkomna intresseanmélningar kan en ansékningsomgang folja.

2. Al-chip och Al-system for EU:s databehandlingsinfrastruktur

Unionen &r for narvarande beroende av utlandska Al-chip och integrerade system, vilket leder
till ett betydande kapitalflykt genom import av kritisk Al-teknik fran tredjelander. For att
stérka unionens tekniska suveranitet kravs darfor att konkurrenskraftig egen kapacitet byggs
upp pa chipniva och genom hela berakningsstacken.

Detta strategiska projekt syftar till att designa, utveckla, prototypframstélla och genomfora
tape-out av Al-chip och berakningssystem baserade pa avancerad europeisk teknik. Al-

6 Denna del bygger vidare pa ett eventuellt genomforande av artikel 19.
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chipdesign ska leda till utveckling av demonstratorer och prototyper som kan utvérderas i en
gemensam testbddd mot tydliga riktmérken. Al-systemprototyper i full rackstorlek ska
utvecklas, inklusive Al-acceleratorer, minnen med hdg bandbredd, kort, natverk med extremt
lag latens och komplett programvarustack, och ska levereras for jamforande utvardering pa
overenskomna arbetsbelastningar. Systemprototyper pa rackniva ska demonstreras i en
gemensam EU-testbadd. Slutlig testning och poéangsattning ska baseras pa tydliga
nyckelprestationsindikatorer i gemensamma EU-testbaddar som drivs av en neutral aktor.

Detta strategiska projekt ska minska beroendet av leverantdrer utanfor EU och starka den
tekniska suveraniteten genom hela Al-stacken. Det ska starka EU:s ekosystem for design,
integration och optimering av hogpresterande Al-system, dar FoU-verksamhet, datahantering
och testning genomfors inom unionen och darigenom forankra kompetens, kunnande och
leveranskedjor i Europa. Inforandet av Al-systemen ska skapa ytterligare efterfragan som
motiverar fortsatta investeringar i tillverkning i Europa.

Som ett forsta steg kan en informell inbjudan att anméla intresse komma att lanseras. Efter
analys av inkomna intresseanmalningar kan en ansokningsomgang folja.

3. Applikationsprocessor for autonom kdrning i fordonssektorn

Fordonsindustrin genomgar for narvarande en avgoérande omstallning, framst driven av
framvéxten av elektriska, uppkopplade och férarlésa fordon. Denna omstallning kraver en
mer centraliserad, integrerad och flexibel elektrisk/elektronisk arkitektur for att tillgodose de
avancerade databehandlingsbehoven i system for autonom korning, sékerstdlla somlos
fordonsanslutning, stodja energihantering i elfordon och mdgjliggéra nya mobilitetstjanster.
Europeiska tillverkare av originalutrustning inom fordonsindustrin &r for narvarande beroende
av leverantorer utanfor Europa for de applikationsprocessorer som mojliggér autonom
korning, vilket skapar beroenden, potentiella sarbarheter som kan utnyttjas samt majliga
sékerhetsrisker.

Detta strategiska projekt syftar till att designa, utveckla, prototypframstalla och genomféra
tape-out av hogpresterande applikationsprocessorer for fordonsindustrin baserade pa RISC-V.
Dessa processorer ska omfatta avancerade datorarkitekturtekniker, flerkarniga konfigurationer
och stdd for granssnitt for minnen med hoég bandbredd, fér att moéta de komplexa
databehandlingsbehoven hos system foér autonom kérning. Dessutom ska Al- och ML-
acceleratorer utvecklas med specialiserade tillagg till instruktionsuppséttningen for effektiv
datakravande berdkning. Dessa acceleratorer ska optimeras for fordonsapplikationer och
stodja avancerade Al-modeller med fokus pa energieffektivitet, minskad latens och formaga
till behandling i realtid. Slutresultatet ska vara en tape-out av kisel av industrikvalitet, som
omfattar en konkurrenskraftig RISC-V-applikationsprocessor tillsammans med minne,
acceleratorer och annan relevant IP med utnyttjande av teknik for avancerad kapsling. En
mogen verktygslada ska komplettera hardvaruutvecklingen. Fordonsforetag ska kunna
anvanda resultaten i operativ miljo som kvalificerade enheter.

Det strategiska projektet ska inriktas pa Europas tekniska suverdnitet nar det galler Al-
processorer och acceleratorer for fordonsindustrin. Det ska minska beroendet av utlandska
leverantorer bland europeiska tillverkare av originalutrustning inom fordonsindustrin.
Inforandet av applikationsprocessorerna och acceleratorerna ska skapa ytterligare efterfragan
som motiverar fortsatta investeringar i tillverkning i Europa.

Som ett forsta steg kan en informell inbjudan att anmala intresse komma att lanseras. Efter
analys av inkomna intresseanmalningar kan en ansokningsomgang folja.
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4. Europeisk tillverkningsanlaggning for minnen

Minneschip, sasom DRAM, NAND och framvéxande icke-flyktiga minnen, ar centrala
komponenter i datacentraler, Al-system, fordonselektronik, telekommunikationsutrustning,
industriell automatisering och forsvarstillampningar. Den globala minnesmarknaden ar i
dagslaget starkt koncentrerad till Asien (Sydkorea, Taiwan och Kina) samt Forenta staterna.
EU saknar egen inhemsk produktionskapacitet for minnen, vilket gor kritiska europeiska
leveranskedjor mycket sarbara for geopolitiska chocker, handelstvister och naturkatastrofer.
Detta beroende har blivit sarskilt tydligt under 2026, da en kraftigt okad efterfragan pa
minnen med hog bandbredd (HBM) for Al-tillampningar har lett till att tillverkare har
omfordelat produktionskapacitet fran vanliga DRAM- och NAND-minnen, vilket har orsakat
kraftiga prisokningar inom vissa segment och allvarliga tilldelningsbrister for europeiska
industrier. Avsaknaden av europeisk minnestillverkning utgor darfor en strategisk sarbarhet
for EU:s digitala suveranitet, ekonomiska resiliens och forsvarsberedskap. Ett strategiskt
projekt for en europeisk minnesfabrik ar nddvéndigt inte bara for att sékra forsorjningen till
centrala industrisektorer, utan ocksa for att forankra avancerat tillverkningskunnande,
stimulera innovation i hela vardekedjan for halvledare och stodja EU:s bredare mal inom
politiken for industriell, digital och ekonomisk sékerhet.

Det strategiska projektet for etableringen av en europeisk tillverkningsanlaggning for minnen
ska krava en konsortiebaserad ansats, som kombinerar offentlig finansiering fran EU och
deltagande medlemsstater med betydande privata investeringar, sannolikt i storleksordningen
15-30 miljarder euro med hénsyn till den Kkapitalintensiva karaktdaren hos moderna
minnesfabriker. Ett europeiskt lett samriskforetag kan Overvdgas for att skapa en
differentierad position, exempelvis inom inbaddade minnen, lagstromsminnen eller
framvéxande teknik kopplad till Al och edge computing. En stegvis strategi kan inledas med
en pilot-/FoU-linje fore uppskalning till hégvolymproduktion, i syfte att minska risken och
bygga kapacitet stegvis.

En sérskild inbjudan att anmala intresse kan utformas for att identifiera industripartner,
teknikleverantdrer och vardmedlemsstater som &r villiga att delta i detta strategiska initiativ.

5. Design av avancerade chip

Aven om etablering av fysiska produktionsanlidggningar &r avgérande, ligger en stor del av
det ekonomiska vardet, vinstmarginalerna och den tekniska kontrollen i leveranskedjan for
halvledare i chipdesign, arkitektur och immateriella rattigheter. Europa har viktiga styrkor
inom forskning, fordonsrelaterade halvledare och halvledarutrustning, men har en relativ
svaghet inom storskalig design av de mest avancerade logikchipen, sarskilt sadana som
bygger pa avancerade arkitekturer och processnoder. Som en foljd & EU i hog grad beroende
av icke-europeiska foretag for avancerad berdknings- och Al-formaga. Utan inhemsk
avancerad designkapacitet riskerar Europa att forbli beroende av utlandska arkitekturer, vilket
exponerar kritisk infrastruktur, forsvar och Al-relaterade sektorer for geopolitiska
begréansningar, férsorjningsberoenden och inlasningseffekter. Starkt formaga for chipdesign
skulle gora det mojligt for EU att inte bara fanga upp stérre vérde i vardekedjan for
halvledare, utan ocksa integrera europeiska prioriteringar sdsom sakerhet, integritet, resiliens
och energieffektivitet direkt i avancerad hardvara.

Ett strategiskt projekt for design av avancerade chip ska syfta till att etablera en suverén,
varldsledande formaga inom EU for design av avancerade logikchip, med fokus pa
immateriella rattigheter, arkitektur och verifiering snarare an tillverkning. Fokusomraden kan
omfatta foljande:
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o Avancerade Al-acceleratorer fér moln-, edge- och industritillampningar (inklusive
geospatial modellering och digitala tvillingar).

o Hogpresterande processorer for superdatorer och datacentraler.

o Chip med inbyggd sékerhet for kritisk infrastruktur, forsvaret, flygindustrin och
rymden.

o Doménspecifika processorer for forarlésa fordon, robotteknik och industriell
automatisering.

o Tillampningsspecifika integrerade kretsar (ASIC) och systemchip (SoC) for 5G/6G-
telekommunikation.

o RISC-V-baserade processorer med 6ppen arkitektur pa banbrytande processnoder.

o Avancerade chiplet-plattformar for 2,5D/3D-integration inom fordons-, flyg- och

telekomapplikationer.

Genomforandet kan ske i form av ett storskaligt offentlig-privat partnerskap som mobiliserar
8-12 miljarder euro i kombinerad EU-finansiering, medlemsstatsfinansiering och privat
finansiering, organiserat i konsortier kring fabrikslosa halvledarféretag och med deltagande av
ASIC-designhus, leverantorer av EDA-verktyg, IP-leverantorer, forskningsinstitut och
slutanvandare (OEM-foretag inom fordons- och flygindustrin, telekomoperatérer och
huvudleverantdrer inom forsvarsindustrin). Investeringarna ska omfatta chiparkitektur- och
designteam, avancerade designverktyg och IP-bibliotek, prototypframtagning, verifiering,
programvarustackar samt industrialisering. Projektet ska ha garanterad tillgang till avancerad
tillverkning genom partnerskap med ledande anldggningar for uppdragstillverkning eller
europeiska pilotlinjer pd 2 nm-niva och darunder. En stegvis ansats kan inledas med
kartlaggning av formaga och val av tillimpningsomraden, foljt av design- och
valideringsprogram, pilot-tape-outs, ekosystemutveckling och kommersiell utbyggnad,
tillsammans med riktade Aatgarder for att utveckla talanger och locka till sig
ingenjorskompetens i varldsklass.

En inbjudan att anmaéla intresse kan riktas till industrikonsortier, som kan lamna forslag till
projekt inom design av avancerade chip med tydlig strategisk relevans, och begdra att de
sokande specificerar malomrade for tillampning, teknisk differentiering, investeringsbehov,
tillgang till design- och tillverkningsinfrastruktur, tidsplan for prototyp och kommersialisering
samt bidrag till Europas resiliens och konkurrenskraft.

6. Forstarkning av viktiga delar av vardekedjan

Unionen star infor flera sarbarheter i vardekedjan for halvledare. Manga av dessa ar vélkanda,
inbegripet ovanstaende, medan andra ar mindre uppenbara och/eller bedéms vara mindre
kritiska. Dessa kan dock framtréda vid specifika héndelser, vilket avsldjar deras fulla effekter
och exponerar beroenden, sasom i Nexperia-fallet (se arbetsdokument fran kommissionens
avdelningar).

Det dar inte majligt eller praktiskt for unionen att hantera alla tankbara sarbarheter i
vardekedjan for halvledare. Det kan dock vara 6nskvért for Unionen att ha mojligheten att
minska vissa sarbarheter och starka viktiga segment i vardekedjan, sarskilt nar storningar har
visat pa beroenden eller nér sadana stérningar sannolikt kan uppsta.

Denna typ av strategiska projekt syftar till att strka specifika nyckelsegment i vardekedjan
for halvledare. Sadana insatser ska inte begransas till de mest avancerade delarna av
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vardekedjan, och kan omfatta exempelvis produktion av konventionella chip, backend-
processer, montering av monsterkort samt material och utrustning. Ett exempel pa ett
potentiellt strategiskt projekt kan vara etableringen av en OSAT’-anlaggning som i huvudsak
skulle betjana europeiska anvandarindustrier. Ett annat exempel kan vara inrdttandet av en
anldggning for avancerad kapsling som skulle komplettera (nya) frontend-fabriker.
Huvudaktorerna i strategiska projekt ska vara féretag med séte i unionen, och huvuddelen av
investeringarna ska normalt, men inte alltid, ske inom unionen.

Denna typ av strategiska projekt ska ta itu med identifierade och misstankta sarbarheter i
vardekedjan for halvledare. Genom riktade atgarder for att starka viktiga segment i
vardekedjan ska Europas tekniska suveranitet 6ka och beroenden av externa aktérer minska.

Europeiska namnden for halvledare ska ha en central roll i valet av vilka delar av vardekedjan
som behover starkas. Som nésta steg kan en informell inbjudan att anméla intresse komma att
lanseras. Efter analys av inkomna intresseanmélningar kan en ansékningsomgang félja.

7 OSAT - Outsourced Semiconductor Assembly and Test — &r tredjepartsleverantérer av tjanster som

specialiserar sig pa de avslutande och kritiska stegen i halvledartillverkningen, det vill saga kapsling av
halvledarchip (die) samt testning av deras funktionalitet innan de levereras till kunder.
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BILAGA |1l Matbara indikatorer for dvervakning av genomforandet och for
rapportering om forordningens framsteg nar det galler att uppna dess mal

Kommissionen ska ansvara for att regelbundet dvervaka genomforandet av denna forordning,
eventuellt med stod av externa studier samt data fran medlemsstater och marknadsdata.
Kommissionen ska genomféra en Overgripande utvdrdering av forordningens
andamalsenlighet, effektivitet, samstammighet, proportionalitet och subsidiaritet. En
utvarderingsrapport med de huvudsakliga resultaten ska dverlamnas till Europaparlamentet,
radet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Europeiska regionkommittén i
enlighet med artikel 60 i denna forordning. Vid behov far kommissionen lata denna rapport
atfoljas av forslag till forbattringar eller anpassningar av denna forordning.

Kommissionen ska i ndra samarbete med medlemsstaterna lI6pande 6vervaka genomforandet
och tillampningen av de rattsliga bestammelserna, med sarskilt fokus pa atgardernas
dndamalsenlighet. Overvakningen ska baseras pa kvantitativa och kvalitativa indikatorer som
harror fran data fran berorda parter i hela vardekedjan for halvledare, medlemsstaterna samt
relevanta unionsorgan.

De mitbara indikatorerna ska bygga pa de tva allmanna malen i denna forordning.
Allméanna 6vervakningsindikatorer:

] Totala infloden av halvledarrelaterade utlandska direktinvesteringar till unionen.

] Kvalificerad arbetskraft inom halvledarteknik och fotonik, inklusive arbetskraft som
utbildats/omskolats genom initiativ fran nationella kompetenscentrum for chip.

° Offentligt stdd till uppstartsforetag och expanderande foretag.

] Finansiering av expanderande foretag via private equity och riskkapital.

Sarskilda dvervakningsindikatorer:

De forsta specifika Overvakningsindikatorerna  for att  forbattra  kapaciteten,
forsorjningstryggheten och konkurrenskraften hos EU:s halvledarindustri i hela vardekedjan,
inbegripet for avancerade Al-chip:

o Unionens andel av det globala halvledarvérdet (i euro) i vardekedjans olika segment:
° Design, IP och EDA.
J Tillverkning.
J Tillverkning av utrustning.
o OSAT (kapsling).
J Material/gaser.
o Ledande unionsforetag inom respektive vardekedjesegment.

o Installerad tillverkningskapacitet for wafers i unionen.

Den andra sarskilda dvervakningsindikatorn for att utveckla en stark anvdndarmarknad inom
viktiga industrisektorer: Forbrukning av chip uppdelad per nyckelsektor (fordonsindustrin,
energi, halsa, forsvar, telekommunikation, Al/datacentraler/moln) i varde (euro).
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Den tredje sarskilda Overvakningsindikatorn for Okad formaga att inhamta
underrattelseinformation for krisberedskap och krishantering: Téackning (i %) av unionens
véardekedja for halvledare som oOvervakas av B2B-plattformen for leveranskedjan for

halvledare.
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BILAGA IV Denna férordnings synergier med andra program

Synergier inom initiativet chip for Europa 2.0 med de sarskilda malen 1-5 i
programmet for ett digitalt Europa ska sékerstélla foljande:

(a)
(b)

(©)

Att den riktade tematiska inriktningen hos initiativet chip for Europa 2.0 pa
halvledar- och kvantteknik &r kompletterande.

Att de sarskilda malen 1-5 i programmet for ett digitalt Europa stoder
uppbyggnad av digital kapacitet inom avancerad digital teknik, inbegripet
hogpresterande datorsystem, Al och cybersékerhet, samt avancerade digitala
fardigheter.

Att initiativet chip for Europa 2.0 kommer att investera i kapacitetsuppbyggnad
for att starka formagan inom avancerad design, produktion och
systemintegration vad galler avancerad halvledarteknik, nédsta generations
halvledarteknik och avancerad kvantteknik for innovativ foretagsutveckling,
starka unionens leverans- och vardekedjor for halvledare, tjana viktiga
industrisektorer och skapa nya marknader.

Synergier med Horisont Europa ska sékerstélla foljande:

(@)

(b)

(©)

Att aven om flera tematiska omraden som initiativet chip for Europa 2.0 &r
inriktat pa och flera delar av Horisont Europa sammanfaller, ska den typ av
atgarder som ska fa stéd, deras forvantade resultat och deras interventionslogik
vara olika och kompletterande.

Att Horisont Europa ger omfattande stdd till forskning, teknisk utveckling,
demonstration, pilotarbete, koncepttest, testning och prototyparbete, inklusive
forkommersiellt inférande av innovativ digital teknik, séarskilt genom

i)  en sarskilt avdelad budget inom pelaren Globala utmaningar och
europeisk industriell konkurrenskraft till klustret Digitala fragor, industri
och rymden for att utveckla mdjliggorande teknik (Al och robotteknik,
nasta generations internet, hogpresterande datorsystem och stordata,
viktig digital teknik (inklusive mikroelektronik) och kombinationer av
digital teknik och annan teknik),

i) stéd till  forskningsinfrastrukturer inom pelaren  Vetenskaplig
spetskompetens,

iii) integrering av digital teknik inom alla Globala utmaningar (halsa,
sékerhet, energi och mobilitet, klimat osv.), och

iv) stod till expansion av banbrytande innovationer inom pelaren Innovativa
Europa (av vilka manga kommer att kombinera digital och annan teknik).

Att initiativet chip for Europa 2.0 uteslutande ar inriktat pa att bygga upp
storskalig kapacitet inom halvledar- och kvantteknik i hela unionen. Det
kommer att investera i

i)  att frdmja innovation genom att stodja tva nara sammanlankade tekniska
kapaciteter som gor det mojligt att utforma nya systemkoncept samt
testning och validering av dem inom pilotlinjer,

ii) att tillhandahalla riktat stod for att bygga upp utbildningskapacitet och
forbéattra tillampad avancerad digital kompetens och avancerade digitala
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3)

(d)

(€)

(f)

(@)

fardigheter for att stodja utveckling och spridning av halvledare genom
teknikutveckling och slutanvéndarindustrier, och

iii) ett natverk av nationella kompetenscentrum, som framjar tillganglighet
och tillhandahaller ~ expertis  och innovationstjanster till
slutanvandargrupper och branschen, for att utveckla nya produkter och
tillampningar och atgarda marknadsmisslyckanden.

Att den tekniska kapaciteten inom initiativet chip for Europa 2.0 gors
tillganglig for forsknings- och innovationssamfundet, inbegripet for atgarder
som stdds genom Horisont Europa.

Att den tekniken, i takt med att utvecklingen av ny digital teknik pa
halvledaromradet mognar genom Horisont Europa, dar det ar mojligt gradvis
tas upp och genomfors av initiativet chip for Europa 2.0.

Att Horisont Europa-programmen som inréttats i enlighet med férordning
(EU) 2021/695 for utveckling av laroplaner for fardigheter och kompetenser,
inbegripet sadana som tillimpas vid samlokaliseringscentrumen inom
Europeiska institutet for innovation och tekniks kunskaps- och
innovationsgrupper, kompletteras av kapacitetsuppbyggnad i frdga om
avancerade tillampade digitala fardigheter och kompetenser inom halvledar-
och kvantteknik som stdds genom initiativet chip for Europa 2.0.

Att starka samordningsmekanismer for programplanering och genomférande
infors, vilka ska anpassa alla forfaranden inom bade Horisont Europa-
programmet och initiativet chip for Europa 2.0 till varandra i mojligaste man.
Deras  styrningsstrukturer ~ kommer att  innefatta alla  berdrda
kommissionsavdelningar.

Synergier med forslaget till EU-rattsakt om moln- och Al-utveckling ska bidra till
en enhetlig strategi for att stdrka unionens tekniska suverénitet, genom att hantera
bade utbudet av och efterfragan pa avancerad halvledarteknik, sarskilt pa foljande

satt:

(a)

(b)

(©)

(d)

Att utnyttja efterfragan pa halvledare som harror fran utveckling av moln och
Al: Denna forordning ska stodja unionens kapacitet att mota efterfragan pa
hdgpresterande och energieffektiva halvledare som genereras av utbyggnaden
av.moln- och Al-infrastruktur, inklusive datacentraler och storskaliga
databehandlingsanlaggningar.

Stodja inforandet av Al-fabriker och Al-gigafabriker: Denna forordning ska
stodja tillgangen till avancerade och specialiserade halvledare som kravs for
hogpresterande databehandling och applikationer for artificiell intelligens, och
darigenom mojliggora etablering och uppskalning av Al-fabriker och Al-
gigafabriker i unionen samt bidra till Al-utveckling i industriell skala och starkt
vetenskaplig formaga.

Stodja saker och resilient digital infrastruktur: Denna forordning ska bidra till
att sakerstalla tillgangen till komponenter som kravs for utvecklingen av
tillforlitliga och suverdna moln- och Al-miljoer for kritiska anvandningsfall
som behovs for att oka tilliten till sakra och tillforlitliga hardvarukomponenter
samt stérka resiliensen och sakerheten i vérdekedjorna for halvledare.

Stod till utbyggnad av digital infrastruktur baserad pa unionens tekniska
formaga och minskning av exponeringen for externa beroenden.
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(4)

(5)

(6)

(7)

(e) Bidra till hallbarhetsmalen for utbyggnad av digital infrastruktur: Denna
forordning ska stodja utvecklingen och produktionen av resurseffektiva och
energieffektiva halvledare for att ta itu med den vaxande utbyggnaden av
datacentraler och molninfrastruktur som forvantas oka efterfragan pa
energieffektiv digital teknik.

Synergier med unionsprogram inom ramen for delad forvaltning, inklusive
Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Europeiska
jordbruksfonden for landsbygdsutveckling och Europeiska havs-, fiskeri- och
vattenbruksfonden, ska sékerstélla utvecklingen och starkandet av regionala och
lokala innovationsekosystem, industriell omvandling samt den digitala omvandlingen
av samhallet och den offentliga forvaltningen. Detta inkluderar stod till den digitala
omvandlingen av industrin och spridning av resultat samt inférande av ny teknik och
innovativa lésningar. Initiativet chip for Europa 2.0 kommer att komplettera och
stodja gransoverskridande nétverksarbete och kartlaggning av kapacitet och bidra till
att gora detta tillgangligt for sma och medelstora foretag och slutanvandarindustrier i
alla regioner i unionen.

Synergier med Fonden for ett sammanlankat Europa ska sékerstélla féljande:

(@) Att initiativet chip for Europa 2.0 ar inriktat pa storskalig digital kapacitets-
och infrastrukturuppbyggnad pa halvledaromradet och syftar till att framja ett
brett genomslag och inférande i hela unionen av kritiska befintliga eller testade
innovativa digitala losningar, inom en unionsram, pd omraden av allméant
intresse eller dar marknadsmisslyckande foreligger. Att initiativet chip for
Europa 2.0 framst genomférs genom samordnade och strategiska investeringar
med medlemsstaterna for att bygga upp digital kapacitet inom halvledarteknik
som ska delas i hela unionen och i unionstackande atgarder. Detta &r sarskilt
relevant for elektrifiering och autonom korning och &r avsett att gynna och
frdmja utvecklingen av mer konkurrenskraftiga slutanvandarindustrier, sarskilt
inom mobilitets- och transportsektorerna.

(b) Att kapacitet och infrastruktur inom initiativet chip fér Europa 2.0 gors
tillgangliga for testning av innovativa nya tekniker och ldsningar som kan
anvandas inom mobilitets- och transportindustrin. Att Fonden for ett
sammanlankat Europa stoder inférande och spridning av innovativa nya
tekniker och losningar inom mobilitet och transport samt pd andra omraden.

(c) Att samordningsmekanismer inrdttas,  sarskilt genom  ldmpliga
styrningsstrukturer.

Synergier med InvestEU-programmet ska sakerstalla foljande:

(a) Att stod genom marknadsbaserad finansiering, inbegripet arbetet mot politiska
mal inom ramen for initiativet chip for Europa 2.0, tillhandahalls i enlighet
med forordning (EU) 2021/523. Att sadan marknadsbaserad finansiering kan
kombineras med bidragsstod.

(b) Att ett blandfinansieringsinstrument inom InvestEU-fonden stods genom
finansiering fran Horisont Europa-programmet eller programmet for ett digitalt
Europa i form av finansieringsinstrument inom  ramen  for
blandfinansieringsinsatser.

Synergier med Erasmus+ ska sakerstélla foljande:
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(8)

(9)

(10)

(11)

(@)

(b)

Att initiativet chip for Europa 2.0 stoder utveckling och férvarv av de
avancerade digitala fardigheter som behovs for utveckling och spridning av
avancerad halvledarteknik i samarbete med bertrda sektorer.

Att den del av Erasmus+ som ror avancerade féardigheter kompletterar de
insatser inom initiativet chip for Europa 2.0 som é&r inriktade pa forvarvandet
av fardigheter pa alla omraden och pa alla nivaer genom erfarenheter fran
mobilitetsomradet.

Synergier med andra unionsprogram och unionsinitiativ avseende kompetenser
och fardigheter ska sakerstallas.

Synergier med unionens cybersakerhetslagstiftning ska sékerstélla foljande:

(a)
(b)

(©)

Investeringar som stods inom initiativet chip for Europa 2.0 ska bidra till att
starka sékerheten och resiliensen i unionens leveranskedjor for halvledare.

Initiativet chip for Europa 2.0 kompletterar malen i cyberresiliensforordningen
samt EU:s cybersékerhetsakt genom att stodja utveckling och inférande av
tillforlitlig halvledarteknik.

Samordning sékerstélls i och med genomférandet av direktiv (EU) 2022/2555
(natverks- och informationssdkerhetsdirektivet, NIS 2), inbegripet framjande
av betrodda chip i kritiska sektorer, dar sa ar lampligt.

Synergier med viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse och relevanta
ramar for statligt stod ska sakerstalla foljande:

(a)

(b)

(©)

Atgéarder som stods inom initiativet chip for Europa 2.0 &r férenliga med
befintliga regler for statligt stdd och konkurrensregler, inklusive
rambestdmmelserna for forskning, utveckling och innovation samt
meddelandet om viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse.

Viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse, inbegripet kandidaten till ett
viktigt projekt av gemensamt europeiskt intresse inom avancerad
halvledarteknik, kan bidra till att Overbrygga forsknings- och
innovationsverksamhet med industriell utbyggnads- och tillverkningskapacitet
och darigenom komplettera malen for initiativet chip for Europa 2.0.

Med initiativet chip for Europa 2.0 atgardas kompletterande investeringsluckor
till stod for anlaggningar for tillverkning av halvledarkomponenter som ér de
forsta av sitt slag och relaterad teknisk kapacitet.

Synergier med nationella halvledarstrategier, fardplaner och investeringsplaner
ska sékerstélla foljande:

(@)

(b)

(©)

Medlemsstaternas nationella halvledarstrategier och investeringsplaner &r
anpassade till malen for initiativet chip for Europa 2.0.

Investeringar pa nationell niva och unionsniva bidrar till att starka regionala
och gransoverskridande ekosystem for halvledare i hela unionen.

Samordningsmekanismer stoder kartldggningen av halvledarkapacitet och
underlattar samarbete mellan medlemsstaterna for att starka resiliensen hos
unionens vardekedjor for halvledare och undvika on6dig dubblering av
investeringar.
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)
(3)
(4)
(5)
(6)
(")
(8)
9)
(10)
(11)
(12)
(13)

BILAGA V Kiritiska sektorer

Energi

Transporter
Bankverksamhet
Finansmarknadsinfrastruktur
Halso- och sjukvard
Dricksvatten

Spillvatten

Digital infrastruktur
Offentlig forvaltning
Rymden

Produktion, bearbetning och distribution av livsmedel
Forsvar

Sakerhet
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)
(3)
(4)
(5)
(6)
(")
(8)
9)
(10)

BILAGA VI Industrisektorer som anvander halvledare

Fordonsindustrin

Datacentraler, moln och Al

Industriell automatisering och robotteknik

Flygindustrin

Rymd, forsvar och sakerhet

Infrastruktur for elektronisk kommunikation

Databehandling i industriell klass och sakernas internet

Halso- och sjukvard och medicintekniska produkter

Leverantdrer och distributorer av elektroniska tillverkningstjanster
Fornybara och koldioxidsnala energisystem
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BILAGA VII Jamforelsetabell

Forordning 2023/1781

Denna forordning

Artikel 1 Artikel 1
Artikel 2 Artikel 2
Artikel 3 Artikel 3
Artikel 4 Artikel 4
Artikel 5 Artikel 5
Artikel 6 Artikel 11
Artikel 7 -

Artikel 8 -

Artikel 9 -

Artikel 10 -

Artikel 11 Artikel 6
Artikel 12 Artikel 12
Artiklarna 13-14 Artikel 14
Artikel 15 Artikel 15
Artikel 16 Artikel 13
Artikel 17 -

Artikel 18 Artikel 21
Artikel 19 Artikel 33
Artikel 20 Artikel 35
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Artikel 21 Artikel 36
Artikel 22 Artikel 37
Artikel 23 Artikel 39
Artikel 24 Artikel 40
Artikel 25 Artikel 41
Artikel 26 Artikel 42
Artikel 27 Artikel 43
Artikel 28 Artikel 44
Artikel 29 Artikel 45
Artikel 30 Artikel 46
Artikel 31 Artikel 48
Artikel 32 Artikel 50
Artikel 33 Artikel 51
Artikel 34 Artikel 52
Artikel 35 Artikel 53
Artikel 36 Artikel 54
Artikel 37 Artikel 55
Artikel 38 Artikel 56
Artikel 39 -

Artikel 40 Artikel 57
Artikel 41 Artikel 60
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